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반도체와 디스플레이는 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등 다양한 전자기

기를 구성하는 핵심부품이다. 하지만 이들 부품 생산에 필요한 섭세터

(Susceptor)소재는 대부분 해외에서 고가로 전량 수입하고 있으며, 소

재의 수명시간 또한 매우 제한적이다. 생기원 강원지역본부 비철금속소

재부품연구실용화그룹에서는 이러한 경제·기술적 문제를 해결하고자 

새로운 섭세터소재 개발에 착수했다.

기존의 분사주조공정은 단일 노즐을 사용하거나 2개의 노즐을 이용한

다. 하나의 금속기반 소재를 제작하기 때문에 활용과 기능이 매우 제한

돼 왔다. 액체와 고체의 중간상태인 금속을 이용하기 때문에 고도의 기

술력을 요구한다는 단점도 있다. 

이번 연구를 통해 개발된 이중분사주조기술은 서로 다른 소재인 금속

과 세라믹 분말을 동시에 분사, 혼합해 복합소재를 제조하는 기술이다. 

이를 이용해 저열팽창 고강도 복합소재 개발에 성공했다. 이중분사주조

기술로 제작한 복합소재는 기존 분사주조로 제작한 금속소재에 비해 

기계적 강도가 2.5배 이상 높고, 열적 특성이 우수하여 이종소재와의 접

합성이 뛰어나다는 것이 큰 장점이다. 

금속과 세라믹의 이중분사주조공정을 이용한    

반도체 및 디스플레이용 섭세터소재 개발

연구책임자	 이병수 선임연구원

	 비철금속소재부품연구실용화그룹

01 개발 목적

•  부품 생산에 필요한 섭세터소재의 국산화를 위한 복합소재 개발

02 개발 내용

•  고체와 액체의 중간 상태인 금속과 세라믹 분말을 동시에 분사해 혼합 

	 하는 이중분사 주조기술 개발

•  금속과 세라믹의 복합소재로 사용 시간이 반영구적인 섭세터소재  

	 개발

03 기대 효과

•  반도체, 디스플레이 등 전자기기 제품 제조업에 즉시 활용 가능

•  지금까지 한계로 여겨지던 경량소재의 내구성 및 기계적 물성을  

	 한 단계 높여 자동차, 비행기 등 차세대 초경량 수송기에 활용 가능

이중분사주조기술로 제조된 복합소재(왼쪽)와 이중분사주조장비(오른쪽)


